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Nuestro piso elevado REDSAI HPL esta
especialmente disefiado para salas de
Informatica, Plantas industriales, Data
center, Oficinas o lugares donde se
necesite colocar un piso con una
excelente resistencia anti-estatica,
buena estabilidad y con una perfecta
capacidad de carga, permite con

facilidad el montaje y desmontaje.
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DETALLES DEL PANEL

e 600 MM ey

Cara superior
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fuerzas horizontales aplicadas en el
panel. - '
e Cada borde tiene una

refuerzo. Ayuda a ~“aumentar el

__rendimiento de c

-

a enlos bordes.
e El centro del piso esta relleno de
cemento espumado ligero.

Soportes y Pedestales para Sistema de

Rejilla
e Acabado de altura de 80 mm a 1200 mm
e Tamano del Pedestal 200 a 600 mm T
| =3
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CARACTERISTICAS TECNICAS

: : Carga Concentrada Carga Carga
Modelo ~ D'menmsiones  Desviacion <2mm  pistribuida  Méxima
(N)
FS 330 600x600x30 330 1455 150 7290 2 4410
600x600x35
FS 660 660 2950 300 12500 > 8850
610x610x35
600x600x35
FS 800 800 3528 360 18140 210700
ﬂ 610x610x35
600x600x35
FS1000 1000 4450 450 23000 213350
610x610x35
600x600x35
FS 1250 1250 5560 560 33000 2 16680
610x610x35
| FS1500 600x600x35 1500 6560 670 43000 2 22680
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